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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェーハを加工テーブルで保持し、該加工テーブルを回転させて前記ウェーハを回転さ
せながら、該ウェーハの外周部に回転する砥石を接触させ、前記ウェーハの外周部を研削
することで面取り加工する面取り加工方法であって、
　前記研削の際に、前記ウェーハの外周部と前記砥石が接触している加工部にクーラント
を供給するとともに、前記加工部以外の前記ウェーハの外周部に洗浄水を供給し、
　該洗浄水の供給を、開放部を有する環状の洗浄水供給部であって、内周面に前記洗浄水
を噴出する洗浄水噴出口を複数有している洗浄水供給部を用いて行うことを特徴とする面
取り加工方法。
【請求項２】
　前記洗浄水で、前記ウェーハの表裏面も洗浄することを特徴とする請求項１に記載の面
取り加工方法。
【請求項３】
　前記砥石の回転中は、前記ウェーハの前記加工テーブルからの着脱時を除いて、前記加
工部以外の前記ウェーハの外周部及び前記ウェーハの表裏面に常に前記洗浄水を供給する
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の面取り加工方法。
【請求項４】
　ウェーハを保持しながら回転可能な加工テーブルと、回転可能な砥石とを具備し、前記
加工テーブルで保持した前記ウェーハを回転させながら、該ウェーハの外周部に回転する
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前記砥石を接触させ、前記ウェーハの外周部を研削することで面取り加工する面取り加工
装置であって、
　さらに、前記ウェーハの外周部と前記砥石が接触している加工部にクーラントを供給す
るクーラント供給部と、
　前記加工部以外の前記ウェーハの外周部に洗浄水を供給する洗浄水供給部とを具備する
ものであり、
　該洗浄水供給部は、開放部を有する環状のものであり、内周面に前記洗浄水を噴出する
洗浄水噴出口を複数有しているものであることを特徴とする面取り加工装置。
【請求項５】
　前記洗浄水供給部は、前記洗浄水で、前記ウェーハの表裏面も洗浄できるものであるこ
とを特徴とする請求項４に記載の面取り加工装置。
【請求項６】
　前記洗浄水供給部が、前記砥石の回転中は、前記ウェーハの前記加工テーブルからの着
脱時を除いて、前記加工部以外の前記ウェーハの外周部及び前記ウェーハの表裏面に常に
前記洗浄水を供給することができるものであることを特徴とする請求項４又は請求項５に
記載の面取り加工装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウェーハの面取り加工方法及び面取り加工装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリコンウェーハの製造において、シリコン単結晶インゴットの状態から薄くスライス
されたシリコンウェーハについては、その後の各工程での取り扱いによる外周エッジ部の
割れや欠けを防止するため、通常はウェーハの外周部の面取り加工を行う。
【０００３】
　ウェーハの面取り加工は、例えば、コンタリング方式を用いて行うことができる。コン
タリング方式とは、高速回転している砥石に、ウェーハを加工テーブルで保持して回転さ
せながら接触させ、ウェーハの外周部を研削することで面取り加工を行う方法である（例
えば、特許文献１参照）。通常、研削を行う加工部には、ウェーハと砥石の冷却や、加工
で生じる研削屑の除去のために、クーラントが適切に供給される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２１９３４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、近年のウェーハの大直径化に伴い、面取り加工工程における研削量が大幅に
増えている。これに伴い、加工部での研削屑等の汚れ発生量が増大し、一般的に実施され
る加工部へのクーラント供給だけでは研削屑等の汚れを十分に除去できなくなっている。
ウェーハ外周部に残留した研削屑等の汚れは、後工程で様々な弊害をもたらす。特に、面
取り形状を確認する中間検査工程で検査精度を悪化させるという問題が有る。
【０００６】
　また、コンタリング方式の面取り加工において、ウェーハ外周部に付着する汚れは加工
部で直接ウェーハに付着するだけではない。その他にも、研削屑等を含む大量の汚れたク
ーラント液が加工中にウェーハ表面へ流れ出し、ウェーハの回転の慣性力によってクーラ
ントがウェーハの外周部から流れ落ちる際に、研削屑等が汚れとなって付着する場合があ
る。したがって、従来のように、加工部にクーラントを集中的に供給するだけでは、面取
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り加工中にウェーハ外周部の加工部に付着する研削屑等の汚れを防止又は除去するには不
十分である。以上のように、ウェーハ大直径化に伴う研削量の増加により増大した研削屑
を、十分に除去するのは困難であるという問題が有る。
【０００７】
　本発明は前述のような問題に鑑みてなされたもので、面取り加工において研削屑等の発
生量が増加したとしても、十分に研削屑等の汚れを除去可能な面取り加工方法及び面取り
加工装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、ウェーハを加工テーブルで保持し、該加工テー
ブルを回転させて前記ウェーハを回転させながら、該ウェーハの外周部に回転する砥石を
接触させ、前記ウェーハの外周部を研削することで面取り加工する面取り加工方法であっ
て、前記研削の際に、前記ウェーハの外周部と前記砥石が接触している加工部にクーラン
トを供給するとともに、前記加工部以外の前記ウェーハの外周部に洗浄水を供給すること
を特徴とする面取り加工方法を提供する。
【０００９】
　このように、加工部にクーラントを供給するだけではなく、加工部以外のウェーハの外
周部に洗浄水を供給し洗浄することで、加工中のウェーハの外周部のほぼ全周にわたって
洗浄を行うことができる。そのため、研削屑の量が増大した場合であっても、ウェーハ外
周部における汚れを十分に除去することができるとともに、汚れの付着も防止できる。特
に、ウェーハの外周部のエッジ部に付着している汚れを効果的に除去し、汚れの付着を防
止することができる。
【００１０】
　このとき、前記洗浄水で、前記ウェーハの表裏面も洗浄することが好ましい。
【００１１】
　これにより、ウェーハ表裏面に滞留する研削屑等を含む汚れたクーラント液も同時に除
去できる。
【００１２】
　またこのとき、前記砥石の回転中は、前記ウェーハの前記加工テーブルからの着脱時を
除いて、前記加工部以外の前記ウェーハの外周部及び前記ウェーハの表裏面に常に前記洗
浄水を供給することが好ましい。
【００１３】
　このように、面取り加工工程において、ウェーハの着脱時以外に常時、洗浄水を供給す
れば、洗浄効果をより高めることができる。
【００１４】
　また、上記目的を達成するために、本発明は、ウェーハを保持しながら回転可能な加工
テーブルと、回転可能な砥石とを具備し、前記加工テーブルで保持した前記ウェーハを回
転させながら、該ウェーハの外周部に回転する前記砥石を接触させ、前記ウェーハの外周
部を研削することで面取り加工する面取り加工装置であって、さらに、前記ウェーハの外
周部と前記砥石が接触している加工部にクーラントを供給するクーラント供給部と、前記
加工部以外の前記ウェーハの外周部に洗浄水を供給する洗浄水供給部とを具備するもので
あることを特徴とする面取り加工装置を提供する。
【００１５】
　このようなものであれば、加工部にクーラントを供給するだけではなく、加工部以外の
ウェーハの外周部に洗浄水を供給し洗浄することで、加工中のウェーハの外周部のほぼ全
周にわたって洗浄を行うことができる。そのため、研削屑の量が増大した場合であっても
、ウェーハ外周部における汚れを十分に除去することができるとともに、汚れの付着も防
止できる。特に、ウェーハの外周部のエッジ部に付着している汚れを効果的に除去し、汚
れの付着を防止することができる。
【００１６】
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　このとき、前記洗浄水供給部は、前記洗浄水で、前記ウェーハの表裏面も洗浄できるも
のであることが好ましい。
【００１７】
　このようなものであれば、ウェーハ表裏面に滞留する研削屑等を含む汚れたクーラント
液も同時に除去できる。
【００１８】
　またこのとき、前記洗浄水供給部が、前記砥石の回転中は、前記ウェーハの前記加工テ
ーブルからの着脱時を除いて、前記加工部以外の前記ウェーハの外周部及び前記ウェーハ
の表裏面に常に前記洗浄水を供給することができるものであることが好ましい。
【００１９】
　このようなものであれば、面取り加工工程において、ウェーハの着脱時以外に常時、洗
浄水を供給できるので、洗浄効果をより高めることができる。
【００２０】
　このとき、前記洗浄水供給部は、開放部を有する環状のものであり、内周面に前記洗浄
水を噴出する洗浄水噴出口を複数有しているものとすることができる。
【００２１】
　このようなものであれば、ウェーハの外周部のほぼ全周にわたって確実に洗浄液を供給
することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の面取り加工方法及び面取り加工装置であれば、面取り加工において、研削屑の
量が増大した場合であっても、ウェーハ外周部における汚れを十分に除去することができ
るとともに、汚れの付着も防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の面取り加工装置の要部の概略を示す上面図である。
【図２】本発明の面取り加工装置の要部の概略を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明について実施の形態を説明するが、本発明はこれに限定されるものではな
い。
【００２５】
　前述のように、近年のウェーハの大直径化に伴い面取り加工における研削量が増加し、
十分に研削屑等の汚れを除去できないという問題があった。
【００２６】
　そこで、本発明者はこのような問題を解決すべく鋭意検討を重ねた。その結果、面取り
加工工程において、加工部へのクーラントの供給に加え、加工部以外のウェーハの外周部
に洗浄液を供給することで、効果的に汚れを除去できることを知見し、本発明を完成させ
た。
【００２７】
　まず、本発明の面取り加工装置について、図１、図２を参照して説明する。図１、図２
に示すように、本発明の面取り加工装置１は、ウェーハＷを保持しながら回転可能な加工
テーブル２と、回転可能な砥石３とを具備している。砥石３の数は１個でも複数でも良い
。図１、２では、２個の砥石３ａ、３ｂを具備している場合を例示している。
【００２８】
　このような面取り加工装置１では、加工テーブル２で保持したウェーハＷを回転させな
がら、ウェーハＷの外周部４に回転する砥石３を接触させる。これにより、ウェーハＷの
外周部４における加工部５で、ウェーハＷの外周部４を研削することで面取り加工する。
【００２９】
　また、本発明の面取り加工装置１は、さらに、ウェーハＷの外周部４と砥石３が接触し
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ている加工部５にクーラントを供給するクーラント供給部６と、加工部５以外のウェーハ
Ｗの外周部４に洗浄水を供給する洗浄水供給部７とを具備している。クーラント供給部６
は、例えば、給水源８と連結したノズルから成るものとすることができる。クーラント及
び洗浄水としては、例えば、純水などを使用できる。そして、洗浄水供給部７は、クーラ
ント供給部６と同様に、給水源８から純水を送られ、該純水を洗浄水としてウェーハＷの
外周部４に供給できる。
【００３０】
　このとき、洗浄水供給部７は、図１に示すように、開放部７ａを有する環状のものとす
ることができる。そして、環状の洗浄水供給部７は、内周面７ｂに洗浄水を噴出する洗浄
水噴出口７ｃを複数有しているものとすることができる。洗浄水供給部７は、例えば、加
工テーブル２の外側に、加工テーブル２の中心に対し、砥石３から４５°～３１５°の範
囲に位置させることができる。このような洗浄水供給部７であれば、ウェーハＷに面する
複数の洗浄水噴出口７ｃからウェーハ外周部４に向けて洗浄水を噴出できる。
【００３１】
　また、本発明において、洗浄水供給部７は、洗浄水で、ウェーハＷの表裏面も洗浄でき
るものであることが好ましい。ウェーハ表裏面にも洗浄水が供給されることで、ウェーハ
表裏面に滞留する、研削屑等を含む汚れたクーラント液も、確実に洗浄することができる
。
【００３２】
　例えば、洗浄水はウェーハＷの外周部４を洗浄しながら、ウェーハＷの表裏面にも到達
するように供給することができる。この場合、洗浄液はウェーハＷの回転によってウェー
ハＷの表裏面を移動し、該表裏面を洗浄する。これにより、ウェーハ外周部に直接付着す
る汚れと、ウェーハ表裏面経由でウェーハ外周部に到達する汚れの両方の除去と付着防止
が可能となる。
【００３３】
　ウェーハＷの表裏面も洗浄液で洗浄するためには、例えば、洗浄水供給部７の洗浄水噴
出口７ｃからの洗浄液の噴射圧をより高めたり、噴射角度を調節したりすることでウェー
ハＷの外周部４に加えて表裏面にも洗浄液を到達させればよい。また、その他にも、洗浄
水供給部７を、上記のような洗浄水噴出口７ｃに加え、ウェーハＷの上方及び下方から、
ウェーハＷの表裏面に直接洗浄液を噴射可能なノズル等を有するものとしても良い。
【００３４】
　また、本発明において、洗浄水供給部７は、砥石３の回転中は、ウェーハＷの加工テー
ブル２からの着脱時を除いて、加工部５以外のウェーハＷの外周部４及びウェーハＷの表
裏面に常に洗浄水を供給することができるものであることが好ましい。面取り加工工程に
おいて、ウェーハＷの着脱時以外、ウェーハＷに常に洗浄水を供給すれば、研削により生
じた研削屑等の汚れが時間経過により固着してしまわないように、即時的に汚れを除去す
ることができる。その結果、面取り加工工程の間、ウェーハへの汚れの付着防止効果を維
持することができる。
【００３５】
　加工テーブル２は、例えば、ウェーハＷを載置するステージの下方にある、θ軸モータ
及びθスピンドル等による回転ユニットによって、加工テーブル２の中心を回転軸として
、図１、２のθ方向に回転する。また、加工テーブル３は、例えば、ボールスクリュー及
びステッピングモーター等によるＸ軸駆動手段によって、図１、２のＸ軸方向に移動する
ことが可能なものとすることができる。
【００３６】
　また、加工テーブル２のウェーハＷを載置するステージの上面を、例えば、真空源９と
連結した吸着面とすることができ、面取り加工する対象のウェーハＷを真空吸着し保持す
るものとできる。
【００３７】
　砥石３は、例えば、砥石回転用モータと回転軸からなる砥石回転ユニットに固定されて
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いる。そして、砥石３は砥石回転用モータの回転によって回転する。また、砥石３は、例
えば、ボールスクリュー及びステッピングモーター等によるＺ軸駆動手段によって、図２
のＺ軸方向に移動可能なものとすることができる。
【００３８】
　クーラント供給部６は、例えば、上記の砥石回転ユニットに取り付けられ、常にクーラ
ント液が砥石３とウェーハＷの加工部５に供給されるようなものとすることができる。
【００３９】
　以上のような本発明の面取り加工装置であれば、加工部にクーラントを供給するだけで
はなく、加工部以外のウェーハの外周部に洗浄水を供給し洗浄することで、加工中のウェ
ーハの外周部のほぼ全周にわたって洗浄を行うことができる。そのため、研削屑の量が増
大した場合であっても、ウェーハ外周部における汚れを十分に除去することができるとと
もに、汚れの付着も防止できる。特に、ウェーハの外周部のエッジ部に付着している汚れ
を効果的に除去し、汚れの付着を防止することができる。また、この装置で面取り加工し
たウェーハは汚れの付着が少ないため、面取り加工後の洗浄を簡易的なものとすることが
できる。
【００４０】
　続いて、本発明の面取り加工方法について、上記の本発明の面取り加工装置１を用いた
場合を例に説明する。
【００４１】
　図１、図２に示す本発明の面取り加工装置１を使用する場合、まず、加工されるウェー
ハＷを吸着保持した加工テーブル２をθ方向に回転させる。これにより、ウェーハＷを回
転させる。続いて、加工テーブル２をＸ軸方向に移動させて、回転している砥石３に近づ
け、ウェーハＷの外周部に回転する砥石３を接触させる。このように、接触した状態から
加工部５において研削が開始される。
【００４２】
　本発明では、この研削の際に、ウェーハＷの外周部４と砥石３が接触している加工部５
にクーラントを供給するとともに、加工部５以外のウェーハＷの外周部に洗浄水を供給す
る。これにより、ウェーハ外周部に直接付着する汚れと、ウェーハ表裏面経由でウェーハ
外周部に到達する汚れの両方の除去と付着防止が可能となる。
【００４３】
　このとき、洗浄水で、ウェーハＷの表裏面も洗浄することが好ましい。ウェーハＷの表
裏面にも洗浄水が供給されることで、ウェーハＷの表裏面に滞留する、研削屑等を含む汚
れたクーラント液も、確実に除去することができる。外周部と同時にウェーハの表裏面も
洗浄するためには、前述した洗浄水供給部７の設計変更を行えば良い。
【００４４】
　また、砥石３を、図２に示すＺ軸方向に任意の速度で移動させながら、加工テーブル２
を任意の速度でＸ軸方向に移動させることにより、ウェーハＷの外周部４を任意の形状に
加工することができる。
【００４５】
　また、本発明において、砥石３の回転中は、ウェーハＷの加工テーブル２からの着脱時
を除いて、加工部５以外のウェーハＷの外周部４及びウェーハＷの表裏面に常に洗浄水を
供給することが好ましい。面取り加工工程において、例えば、ウェーハＷの着脱時以外、
ウェーハＷに常に洗浄水を供給すれば、研削により生じた研削屑等の汚れが時間経過によ
り固着してしまわないように、即時的に汚れを除去することができる。その結果、面取り
加工工程の間、ウェーハへの汚れの付着防止効果を維持することができる。
【００４６】
　上記のようにしてウェーハＷの面取り加工を行った後に、ウェーハＷの洗浄を行うこと
ができる。ウェーハＷの洗浄は、一般的な面取り加工装置に付属する簡単な水洗浄ユニッ
トへ移載後に簡単な洗浄を行うことが好ましい。ウェーハＷの洗浄は、例えば、ウェーハ
Ｗへ水をかけながらのスピン洗浄・乾燥が好ましい。このように、本発明の面取り加工方
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法で面取り加工を行った後のウェーハＷに対して行う洗浄は、水洗浄で済ませることがで
きるため、薬液洗浄等により洗浄を行う場合に比べて簡便で、低コストとなる。
【実施例】
【００４７】
　以下、本発明の実施例及び比較例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明は
この実施例に限定されるものではない。
【００４８】
（実施例）
　まず、図１、２に示すような本発明の面取り加工装置を使用し、本発明の面取り加工方
法に従って、シリコン単結晶ウェーハを３０枚面取り加工した。シリコンウェーハとして
は、シリコン単結晶インゴットから切り出された、直径３００ｍｍのウェーハを用いた。
砥石３ａ及び砥石３ｂは、ダイアモンド砥粒を有するレジンボンド砥石とした。ダイアモ
ンド砥粒は、精密な面取り形状を得るために粒度＃３０００とした。面取り加工の取り代
は精密な面取り形状を得るために８０μｍとした。クーラント液の流量は一般的な２Ｌ／
ｍｉｎ以上とした。また、環状の洗浄水供給部７へ供給する洗浄水の流量は、３Ｌ／ｍｉ
ｎ以上に設定した。なお、クーラント液及び洗浄水は、純水を使用した。
【００４９】
　次に、研削が終了したシリコンウェーハを、加工テーブルから脱離し、水洗浄ユニット
へ移載後に簡単な洗浄を行った。洗浄は、ウェーハに水をかけながらのスピン洗浄・乾燥
を行った。
【００５０】
　次に、シリコンウェーハの面取り加工面における汚れの有無を確認した。表１に、スピ
ン洗浄・乾燥後に、面取り加工面に汚れが付着していたシリコンウェーハの割合を示す。
なお、汚れの有無の確認はスピン洗浄及び乾燥が終了した後のシリコンウェーハをスコー
プで目視観察することにより行った。
【００５１】
　下記の表１に示すように、実施例では汚れが付着していたシリコンウェーハは３０枚中
０枚（０％）であった。
【００５２】
【表１】

【００５３】
（比較例）
　従来の面取り加工方法でウェーハを面取り加工したこと、すなわち、シリコンウェーハ
の外周面を研削する際に洗浄液の供給はせず、加工部にクーラント（純水）の供給のみ行
ったこと以外、実施例と同様な条件で面取り加工、スピン洗浄、及び乾燥を行った。また
、実施例と同様に、スピン洗浄・乾燥後に、面取り加工面に汚れが付着していたシリコン
ウェーハの割合を算出した。
【００５４】
　その結果、上記の表１に示すように加工したウェーハ３０枚中２４枚（８０％）に汚れ
が付着していた。
【００５５】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
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【符号の説明】
【００５６】
　１…面取り加工装置、　２…加工テーブル、　３、３ａ、３ｂ…砥石、
　４…ウェーハＷの外周部、　５…ウェーハＷの加工部、　６…クーラント供給部、
　７…洗浄水供給部、　７ａ…開放部、７ｂ…内周面、　７ｃ…洗浄水噴出口、
　８…給水源、　９…真空源、　Ｗ…ウェーハ。

【図１】

【図２】
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